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English

The IN WIN team presents the 303, a simple, yet elegant computer chassis crafted from steel and tempered glass.

The distinctively clean front panel is complemented with a bright LED design to balance the overall appearance.
While the 303 is a stunning visual display, it's because of the quality and skilled engineering that pieced together

such a fine piece of computer hardware.

4 L
03EBHEANEE, BECTXRMABORERNEREE
RRATEN—BAEAR , RORRAFRFNHAZRER , RREHIINIR,

TR A 32
303EHEAEE, BMARASEANANEE
—ERFEN , TORABFRITABESER , BRRZERBINER,

Espafiol

IN WIN presenta el modelo 303, una caja para ordenador simple y elegante, fabricada con acero y vidrio templado.
El panel delantero de disefio sobrio, se complementa a la perfeccidn con un LED brillante para lograr un resultado
mucho mas llamativo, pero guardando su linea elegante. El aspecto del modelo 303 es visualmente sensacional:

calidad y disefio para dar un nuevo valor al Hardware como si se tratase de una obra de ingenieria.

Deutsch

IN WIN prasentiert mit dem 303 ein einfaches, aber dennoch elegantes Computergehause aus Stahl und gehartetem Glas.
Die unverwechselbare Front ist um eine helles LED-Design ergénzt, um das allgemeine Erscheinungsbild zu betonen.

Das 303 hinterlasst eine bleibenden visuellen Eindruck, hervorgerufen durch die Qualitat der Materialien und qualifizierte

technische Planung, die in dieses feine Stiick Computer-Hardware eingeflossen sind.

Francais

L’équipe IN WIN vous présente le 303, un boitier d’ordinateur simple mais élégant en acier et verre trempé.

Le panneau avant, distinctivement sobre, est doté d’'un ensemble LED brillant rehaussant son look.

Si le 303 est un objet visuel stupéfiant, c’est grace a la qualité de la réalisation et une ingénierie de haut niveau qui ont

créé ensemble une belle piéce de matériel informatique.

Pyckas

Komanga IN WIN npeactaensiet 303 npocToii, HO dneraHTHbIA KOMMbIOTEPHBIN KOpnyc-Luaccy,

M3rOTOBIEHHbIN 13 CTanm 1 3akaneHHoro cTekna. OTYeTNNBO YMCTas nepeaHss NaHenb AOMONHEHa APKUM AU3aiiHOM
cBeToanoaa, YTobbl cbanaHcpoBaTh 06 BHeWwHWiA BuA. 303 MMEEeT NoTpsicaloLLmil BU3yarnbHbI gucniei
6narofaps kayecTsy 1 KBannULMPOBaHHON! UHXEHEPHOI TEXHWKI, KOTOPbIE MO Kyco4kam Co3aanu Takoe

3ameyaTenbHoe KoMMbloTepHOe 06opyaoBaHHMe.
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Case Structure g

1 | SECCHItREARIR 12| EBRBIKSHRERE
2 | LK SECCHIR 13| BEABIKAHREE
; 9 3 | EIREIRE 14| TERSRERE
(4) AEL 5| TRREEE
4 P (5) 5 | BR/ERIE TR 16| CPUBBBREREIL
e (o) 6 | USB 3.01E18 17| PCE(ME+)E7HE
2 7 | USB 2.0#E & 18| BRFXERREA
a e 8 | FREA (BEHMERRE ) 19| BRHERRER
g 9 | Logo 20| AmBE
o I(8) 10| 3.5 BB 21| BERR
i 11| 2.57EREAE
a O
TRl 44 FR 32
1 | SECCHIRSMR 12| FBERBIAKSHRZER
2 | BBILIRERSECCH IR 13| BHERBIKAHREX
3 | BIRFFX 14| FEREREKX
4 | EFHE 15| ERREKX
5 | BE/BRERT 16| CPUBRAZBRRERRIL
6 | USB 3.0%%#& 17| PCI-EGEEF)T B
7 | USB 2.0 & 18| ERFXEBERREA
8 | TRIEA (BHMERK ) 19| BIRHRREX
9 | Logo 20| REIEM
10| 3.5"FE&EFE 21| BEER
11| 2.5" &8
Espafiol
1 | Panel frontal y lateral SECC 12| Area de instalacion del radiador y del ventilador superior
2 | Panel lateral SECC o de vidrio templado 13| Area de instalacion del radiador y del ventilador trasero
3 | Botdn de encendido 14| Area de instalacion del ventilador inferior
4 | Boton Restablecer 15| Area de instalacion de la placa base
5 | Indicador LED de unidad de disco duro y de encendido 16 | Orificio recortado para la instalacién del disipador de la CPU
6 | Puertos USB 3.0 17| Ranuras de expansion PCI-E
7 | Puertos USB 2.0 18| Orificio de instalacién de soporte PCI-E adicional
8 | Puertos de audio (auriculares y micréfono) 19| Area de instalacion de la fuente de alimentacion
9 | Logotipo de LED 20| Filtro de polvo para ventilador
10| Bahia para unidades de 3,5” 21| Base a prueba de impactos
11| Bahia para unidades de 2,5”
ENGLISH Deutsch
1 | SECC Front/Side Panel 12| Top Fan/ Radiator Mounting Area 1 | SECC Vorder-/Seitenplatte 12| Montagebereich fiir Lifter der Oberseite/Kiihlkérper
2 | Tempered Glass or SECC Side Panel 13| Rear Fan/ Radiator Mounting Area 2 | Hartglas oder SECC Seitenplatte 13| Montagebereich fiir Liifter der Hinterseite/Kiihlkérper
3 | Power Button 14| Bottom Fan Mounting Area 3 | An-/Aus-Schalter 14| Montagebereich fir Lifter der Unterseite
4 | Reset Button 15| Motherboard Mounting Area 4 | Reset-Taste 15| Montagebereich fiir dasMainboard
5 | HDD/Power LED Indicator 16| CPU Cooler Installation Cut-Out Hole 5 | HDD/Strom-LED-Anzeige 16 | Ausschaltersfinung fiir Installation des Kihlers fiir Zentralprozessor (CPU)
6 | USB 3.0 Ports 17| PCI-E Expansion Slot 6 | USB 3.0-Anschliisse 17| PCI-E Erweiterungssteckplatz
7 | USB 2.0 Ports 18| Extra PCI-E Supporting Mounting Hole 7 | USB 2.0-Anschlisse 18| Extra PCI-E Unterstiitzungsdffnung fiir Montage
8 | Audio Ports (Earphone and Microphone) 19| Power Supply Mounting Area 8 | Audio- Anschluss (Kopfhérer und Mikrophon) [ 19| Montagebereich fiir das Netzteil
9 | LED Logo 20| Fan Dust Filter 9 | LED Logo 20| Lufter-Staubfilter
10| 3.5” Drive Bay 21| Shock-Proof Stand 10| 3.5” Laufwerkséffnung 21| Vibrationsfreier Sténder
11| 2.5” Drive Bay 11| 2.5” Laufwerks6ffnung




Case Structure
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© 1 SECC nepeﬂHﬂﬂ/BOKOBaﬂ naHenb 12| Mecro ansi ycTaHoBkv BepxHero Bentunsatopa/Paagnatopa
0 e 2 | 3akanenHoe cTekno unm SECC Bokosas naHesb 13| Mecro ansi ycrarosku 3aanero Bentunsitopa/Paanatopa
v 3 | KHonka nuTaHus 14| Mecro ans ycraHosku HuwkHero BeHTunaTtopa
4 | KHonka cbpoca 15| MecTto Ansa yctaHoBku MatepuHckow Mnatbl
5 | HDD MHp,MKaTOp/MH[J,MKaTOp nuTaHusa 16 | OtBepcTie ans ycTaHOBKM BEHTUNATOPa OXNaXaeHUs npoleccopa
6 | USB 3.0 MNopTbl 17| PCI-E Cnot pacwmpeHus
7 USB 2.0 |_|0prI 18 | NoanepxuBalowee oTeepcTie ANs ycTaHoBKM AononHUTenbHoro PCI-E
8 | Ayano-lopTbl (HaywHukn n MukpodpoH) 19| MecTto ansa ycraHosku bnoka MNMutaHus
9 | CBeTOAMOAHBIA NOrOTUN 20| MeineBon WnbTP BEHTUNATOPA
10| 3.5” OTcek Ansi ycTaHOBKM AUCKOBOAA 21| TMpoTuBOyAapHbIA CTEHA
11| 2.5” OTcek Ans yCcTaHOBKM AMCKOBOAA

HZAFE
1| SECC7AY MY 4 RNAXRIL 12| EBI77UISPIEZ—REIVT
2 | EbFHZAELIFSECCH 1 R/INXRIL 13| BT 72/ ST R—FREIVT
3| BRRRY 14| RIB77HREIVT
4|1 Uty NREY 15| NH—R—RFZEIVT
5 | HDD/ZBJRLEDA > 2T —&%— 16| CPUY—F—RREBRATY) RE R
6 | USB 3.0Rh— 17| PCI-E ExpansionAO Y k
7 | USB 2.07R— K 18| HRRPCI-EXSEZE AN
8 | A—FAAR—NA YAV BLEIAHOKY) 19| BREEIVT
9 | LEDOZ 200 777 1)L R—
10[ 35" RZATRA 21| MEBRAZD K
11| 25" RSATRA
Frangais =04
1 | Panneau Avant/Latéral SECC 12| Ventilateur haut/ Zone Montage Radiateur 1 | SECC MTH/AIO|E mid 12| AE mydred7| Ahaf F1od
2 | Verre trempé ou Panneau latéral SECC 13| Ventilateur arriere/ Zone Montage Radiateur 2 | 43 82| 2 SECC Alo|E o 13| £ T/ urdy| FHak 1o
3 | Touche alimentation 14| Zone de montage du ventilateur bas 3| M HE 14| HFEH TH AHEF G104
4 | Touche réinitialisation 15| Zone de montage Carte-mére 4 | RHAIZF HE 15| OtHEE &&F o4
5 | HDD/ Indicateur Alimentation LED 16| Trou découpé Installation refroidisseur CPU 5 | HDD/A® LED X[A|S 16| CPU dZt7| Mx| Zd-o}2 71&H
6 | Ports USB 3.0 17| Connecteur d’extension PCI-E 6| USB3.0 ZE 17| PCI-E &% &2
7 | Ports USB 2.0 18| Orifice de montage complémentaire pour support PCI-E 7| USB2.0 ZE 18| 0{E9| PCI-E K| Zat 714
8 | Ports Audio (Ecouteur et Micro) 19| Zone montage Alimentation 8 | 2C|2 ZE(O|o{EDt Ot0|7) 19 M 3Z7| 22 £
9 | Logo LED 20| Filtre poussiére Ventilateur 9| LED 21 20| ™ HX| ZE
10| Baie 3.5” 21| Pied antichoc 10| 3.5” E2}0|E H|O| 21| 54 YUK AHE
11| Baie 2.5” 11| 2.5" E2t0|E HI0|
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RPN
303#47% 3.5" FEREIRA% x 10
£ A F it B RH x 32
ZHa RIEH x 10
= HEAR E E S AEX 11 KnHEE X 12
R ERX 1 BRFEEERS x1 &
NAERM x 15 XFEIREL x 2
2.5" ERRIR 4 x 24 BTRFER x 1

fEi 4 3L
303417 3.5 AR x 10
5 F F A MERIRZ x 32
THa REHH x 10
FIREEHEEX 11 KpHER X 12
FREEERxX 1 ERFEER x1 &
NAKEYL x 15 LR x 2
2.5" E#AIRY x 24 SERFEH x 1

Espafiol

Chasis 303

Tornillos para unidades de disco duro de 3,5” x 10

Manual del usuario

Tornillo para ventilador x 32

Bolsa con accesorios

Brida para cables x 10

Separador de placa base x 11

Arandela del sistema de refrigeracion a liquido x 12

Toma de separador de placa base x 1

Tornillos de cabeza hexagonal x 15

Soporte de tarjeta graficax 1.
Tornillo de la tarjeta grafica x 2

Tornillos para unidades de disco duro de 2,5” x 24

Soporte de tarjeta grafica Mylar x 1

Deutsch

303 Gehause

3.5” HDD- Schrauben x 10

ENGLISH
303 Chassis 3.5” HDD Screws x 10
User Manual Fan Screw X 32

Bedienungsanleitung

Lifter- Schrauben x 32

Accessories Bag

Cable Tie X 10

Zubehor

Kabelbinder x 10

Motherboard Stand-off X 11

Water-cooling System Washer X 12

Abstandsbolzen fir das Mainboard x 11

System-Scheibe der Wasserkihlung x 12

Motherboard Stand-off Socket X 1

Hexagon Head Screws x 15

Graphics Card Holder x 1 &
Graphics Card Screws x 2

Abstandsbolzen fiir das Mainboard x 1

Sechskantschraube x 15

Halter fir die Grafikkarte x 1 &
Grafikkarte Schraube x 2

2.5” HDD Screws X 24

Graphics Card Holder Mylar x 1

2.5” HDD- Schrauben x 24

Halter fiir die Grafikkarte x 1




Pyckas
303 Kopnyc 3.5” HDD wypynbi x 10
N PykoBOACTBO Mo 3KcnnyaTauyum Lypynel BeHTUNaTopa X 32
MakeT ¢ gononHUTENbHLIM 060pPyAOBaHNEM KabenbHas ctskka X 10
He3n0 runb3bl Ana matepuHckon nnatbl X 11 LLlaiiba cuctembl BogHOro oxnaxaexHusa X 12

['He3a40 runb3bl Ans MaTepuHckor nnatbl X 1 KpoHLTelH rpadunyeckoit kaptbl X 1 &
LLypynbl C lWWeCTUrpaHHOM ronoBkow x 15 rpacouyeckasi kapta BUHT X 2
2.5” HDD wypynbl X 24 KpoHwTernH Mylar rpadmyeckon kapTbl X 1
B
3037 —A 3.5” HDD% x 10
1—%—~XZa7) TT7xD X32
TorYFI—Nv T T—7LRA X10
NHY—AR—RAZ RATX 11 KESATLADTY S ¥ — X 12
NY—FR—RAZVRATITY L X1 IZ5TAVIAN—REILA—x1 &
AFHIAD XD x15 G927 49 9AN—RELA—FT x2
2.5" HDDX 2 X 24 I274YI9AN—RIAT—x1
B=0q
303 MA| 3.5” HDD LtAF x 10
AHS R AHAM T LEAF X 32
AMMEl ZFE 7AlolE =M X 10
OIHEE ABE. QX X 11 =l AIAH QFM X 12
OiEE ABE. QT A3 X 1 agi= slE 2 x1 &
SZtHE| LEAL x 15 Jei= FtE LEAFx 2
2.5” HDD LIAF X 24 agi= 7lE & obEdx 1

Frangais [ [ PAa
303 boitier Vis HDD 3.5” x 10 [ DAAAA
Manuel de I'utilisateur Vis Ventilateur X 32 A A ow v ol
Sac Accessoires Attache-cable X 10 ‘\ \AAAAAR,
Douille a sertir Carte-meére X 11 Rondelle systéme de refroidissement par eau X 12 AAARATT
Prise stand off Carte-mere X 1 Support carte graphique x 1 & l '

Vis Téte Hexagonale x 15 Vis de la carte graphique x 2 ]
Vis HDD 2.5” X 24 Support carte graphique Mylar x 1
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Specifications

B ORI
HHRAR B PR R
M= RIS, MR
A R BRAE 3.5°x2
PR 255" X 2 (BB T X IE34)
THARAS E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
ERALERR EAATX 12V, PSII#E (BERHEER TR EEEREE 200mm)
A / AR USB3.0 x 2
USB2.0 x 2
HD Audio
N EEETE PCI-E Slot x 7
' ) W ERRER - EEE 350mm (&: 164mm)
BERMR X
ER%E
£ - 120mm A x 3
#% —120mm AR x 1
=T T - 120mm &S x 3
\ o KBEE
== L - ZERIZ120/240/360mmK 5 HE
— #® - EEEEQOmm*J‘%HF
_— CPURE
ﬁ%n)ﬁ']GOmm CPUH#28
R~F (HxWxD) 500mm x 215mm x 480mm (19.6"x 8.4” x 18.8”)
* ZFE%ﬁéE'ﬂEE‘ﬁ%%EEFﬁ FE*' 85| (RoHS)
FEmRARASHEEREKRET
B ENGLISH B fE A
Case Size Mid Tower HEHR B 7 =% o B
VEE] Tempered Glass/ SECC MR BRI, SEEWAR
Internal Drive Ba 3.5°x2 PR A 3.5“x
Y 2.5” x 2 (Up to 3 Bay) " " 2.5"x 2 (RZAX#3A)
M/B Form Factor E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX FIRAEB E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Power Supply PSIl: ATX12V (Length: 200mm Maximum) Rt NI BS SERAATX 12V, PSIIF#E (HBIR MR8 Al 2 %% Kig < E ik 200mm)
/0 Port USB3.0 x 2 SR | AR USB3.0x 2
USB2.0 x 2 USB2.0 x 2
HD Audio HD Audio
Expansion Slots PCI-E Slot x 7 ) BT EE PCI-E Slot x 7_
Supports High-End Graphic Card up to 350mm (Height: 164mm) A X FEM E R FKEZR 350mm (3E: 164mm)
Thermal Solution Supports HARRS &
Air Cooling REEE _
Top: 120mm Fan x 3 £ - 120mm RS x 3
Rear: 120mm Fan x 1 Ja - 120mm RS x 1
Bottom: 120mm Fan x 3 T - 120mm XS x 3
Water Cooling
Top: 120/240/360mm Radiator ﬁ%‘l&ﬁ120/240/360mm7}< mHE
Rear: 120mm Radiator F K EKE120mmk B HE
CPU Heatsink CPU# 2%
Maximum CPU Heatsink up to 160mm S‘ZﬁnJZ’IGOmm CPUR 2
Dimension (HxWxD) 500mm x 215mm x 480mm (19.6"x 8.4” x 18.8”) R~F (HxWxD) 500mm x 215mm x 480mm (19.6"x 8.4” x 18.8”)
* In Win products comply with RoHS regulations *AERAEMBEEYRERARSIES (RoHS)
* Specifications may vary based on different regions *FRARAESHEXEBRERE

11
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Specifications

= Deutsch
Gehause-GroRe Midi-Tower
Material Hartglas/ SECC
Interne Laufwerkéffnung | 3.5%x 2

2.5” x 2 (Bis zu 3 Offnungen)

M/B Form-Faktor

E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Stromversorgung PSII: ATX12V (Léange: 200mm max.)
I/0-Anschlu USB3.0 x 2

USB2.0 x 2

HD Audio

Erweiterungssteckplatze

PCI-E-Steckplatz (7)
Unterstitzt Grafikkarten mit bis zu 350mm Lange (Héhe: 164mm)

Kiihlungssysteme

Unterstutzt

Luftkiihlung

- Oben: 120mm Lufter (3)

- Hinten: 120mm Ldfter (1)
- Unten: 120mm Lufter (3)

Wasserkiihlung
Oben: 120/240/360mm Radiator
Hinten: 120mm Radiator

CPU-Kihler
CPU-KUuhler mit bis zu 160mm Hohe

GroRe (HxBxT)

500mm x 215mm x 480mm (19.6"x 8.4” x 18.8”")

* In Win Erzeugnisse entsprechen den RoHS-Regelungen.
* Die technischen Daten kénnen in verschiedenen Regionen variieren.

B Espanol
Tamafio de la caja Media torre
Material Vidrio templado/SECC

Bahia de unidad interna

3,56“x2
2,5” x 2 (hasta 3 bahias)

Factor de forma de placa base

E-ATX, ATX, Micro-ATX y Mini-ITX

Frangais
Taille du boitier Tour Moyenne
Matériau Verre trempé/ SECC
Baie Interne 3.5“x 2

2.5" x 2 (jusqu’a 3 Baies)

Fuente de alimentacion

PSII: ATX12V (longitud: 200 mm maximo)

Format Carte-mére

E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Puerto I/O

USB3.0 x 2
USB2.0 x 2
Audio HD

Ranuras de expansion

Ranura PCI-E x 7
Admite tarjeta gréafica de tecnologia avanzada de hasta 350 mm (altura: 164 mm)

Alimentation PSIl: ATX12V (Longueur: 200mm Maximum)
Port 110 USB3.0 x 2

USB2.0 x 2

HD Audio

Solucion térmica

Soportes

Refrigeracion por aire

- Superior: Ventilador de 120 mm x 3
- Posterior: Ventilador de 120 mm x 1
- Inferior: Ventilador de 120 mm x 3

Refrigeracion a liquido
Superior: Radiador de 120/240/360 mm
Posterior: Radiador de 120 mm

Disipador de la CPU
Disipador de CPU maximo de hasta 160 mm

Connecteurs d’extension

Connecteurs PCI-E x 7
Compatible cartes graphiques haut de gamme jusqu’a 350mm (Hauteur: 164mm)

Dimensiones (ALXxANXFO)

500mm x 215mm x 480mm (19.6"x 8.4” x 18.8”)

Solution thermique

Supporte

Refroidissement par air

- Haut : 120mm Fan x 3

- Arriére : 120mm Fan x 1
- Bas : 120mm Fan x 3

Refroidissement par eau
Top: 120/240/360mm Radiator
Rear: 120mm Radiator

Dissipateur thermique CPU
Dissipateur thermique CPU Maximum jusqua’ 160mm

* Los productos de In Win cumplen con las normativas RoHS
* Las especificaciones pueden variar en funcién de las diferentes regiones

Dimensions (HxLargxP)

500mm x 215mm x 480mm (19.6"x 8.4” x 18.8”")

* Les produits In Win sont conformes aux normes RoHS
* Les spécifications peuvent varier selon les régions

14



Specifications

B Pyckas

= AAFFE
T—AZAT SvKET—
HE %{L7> A/ SECC
RBRSATRA | 35'x2

2.5"x 2 (BRABEDOXA)

MB7 #—L7798%—

E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

iR PSII: ATX12V (F& : S X200mm)
1/07R— b USB3.0 x 2

USB2.0 x 2

HDZF—5 1 7
ERAOY K PCI-ERAOY h x7

BARISOMMNA I RIS T 4V VAN — RICHE(EE: 164mm)

B&Y)1—->3>

RTF TS

ZHR

- E#B: 120mm7 7 x 3
- %3 120mm7 7 > x 1
- JREB: 120mm7 7 >x 3

KB
_EEB: 120/240/360mmT < TR —
#%8: 120mm Radiator

CPUE—KZ >
CPUE— K> U &AK160mm

3% (HxWxD)

500mm x 215mm x 480mm (19.6"x 8.4” x 18.8”")

*In WinB @ [ RoHS IR HI#EH T F
*EARBBICE O TRBIBEN B ET,

Pa3wvep kopnyca

CpepHss 6awHs

Matepuan

3akaneHHoe cTekno/SECC

g0
F|0|A AtO|= 0| EtJ
NE 43t REl/ SECC

BHyTpeHHuIn oTcek ans
YCTaHOBKWU JuUCKOBOAA

3.5x 2
2.5” x 2 (Bo 3 oTcekoB)

Li& =2tol= Hlol

5 x
2.5 x 2 (3H|0] O|&})

M/B ®opma-Paktop

E-ATX, ATX, Mukpo-ATX, MuHn-ITX

3nekTponuTaHve PSII: ATX12V (AnuHa: 200mm Makcumym)
110 USB3.0 x 2
(Beoa/Bbisog) MopTbl | USB2.0x2
HD (>xecTkuin guck) Ayano
CroTbl pacluMpeHust PCI-E Crnot x 7

MopnepxviBaeT BbICOKOKaYeCTBEHHYIO rpachuyeckyto kapTy Ao 350mMm
(BeicoTa: 164mm)

Tepmuyeckoe
pelieHve

Moppepxveaet

BosgyLHoe oxnaxaeHue

- BepxHuii: 120mm BeHtunatop x 3
- 3agHuii: 120mm BenTungTop x 1
- HwxHuid: 120mm BeHTtunsitop x 3

BogaHoe oxnaxaeHune
Bepxnuit: 120/240/360mm Pagnatop
3agHuii: 120mm PaguaTop

TennooTBoz LiEHTPanNbHOro npoeccopa
MakcumanbHbI TennooTBOA LieHTpanbHoro npoueccopa 160mMm

M/B & HE] E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
HHB27] PSII: ATX12V (Z0[: 200mm Z|CH)
110 £ E USB3.0 x 2

USB2.0 x 2

HD Audio
Y EeR PCI-E&R x7

5t0|-21= T 2HZ7= 350mm O|4F |94 (% 0]: 164mm)
EHold &84M NE!

27 Wzt

- AR 120mm H x 3

- F M 120mm B x 1

- HFEF: 120mm ™ x 3

H

: 120/240/360mm 27|
4: 120mm %

04>
[ s 11

)
O ol

prO

=
4

PU S|E A3 160mm 0|4t

Paawvep (BxLLXI")

500mMM x 215MM x 480mM (19.67x 8.4” x 18.8”)

£1| (HxWxD)

500mm x 215mm x 480mm (19.6"x 8.4” x 18.8”")

* Mpoaykuyus In Win cootBeTcTByeT Hopmam RoHS

* TexHun4eckune XapaKTepUCTUKU MOTYT MEHATLCA B 3aBUCUMOCTU OT pasfinyHbIX PErMOHOB.

*In Win M &2 R0H|'S TES EFfLch
=

* At x|dof

EetE = &Lt
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Notices and Warranty

ENGLISH

Espaniol

= Notices

1. Please follow the user manual for installation.

2. When installing the computer components, please use the antistatic precautions to prevent
ESD (electrostatic discharge) damage. This can cause injury to the installer and/or damage to the machine.
Incorrect installation may burn motherboard and other system components.

3. To avoid any damages, please do not use this product for any other purpose than its intended use.

4. Any modifications may damage the product.

5. Please remove all internal devices before shipping or moving. (Including power supply, hard drive,
CD-ROM, motherboard and CPU, etc)

= Warranty
* For more detailed warranty information, please visit In Win retail website at www.inwin-style.com.
* The actual product is subject to change without prior notice. In Win Development Inc. reserves the right to make
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= Avisos
1. Siga el manual del usuario para la instalacion.
2. Cuando instale componentes de PC, utilice las precauciones contra la electricidad estatica para evitar dafos
por descarga electrostatica (ESD, Electrostatic Discharge). Estas descargas pueden provocar lesiones al
instalador y/o dafios al ordenador. La instalacién incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes
del ordenador.
Para evitar cualquier dafo,
no utilice este producto para ninguna otra finalidad que no sea para la que ha sido pensada.
Cualquier modificacién puede danar el producto.
Desinstale y quite todos los dispositivos internos antes de transportar o desplazar el producto.
(Entre estos dispositivos se encuentran la fuente de alimentacion, la unidad de disco duro,
la unidad de CD-ROM, la placa base y la CPU, etc.)
= Garantia
* Para obtener informaciéon mas detallada sobre la garantia, visite la naweb para minoristas de
In Win en www.inwin-style.com.
* El producto real esta sujeto a cambios sin previo aviso. In Win Development Inc. se reserva el derecho de
realizar modificaciones finales.
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= Bemerkungen

1. Beachten Sie die Bedienungsanleitung fir die Installation.

2. Beim Installieren der Computerkomponenten beachten Sie bitte die antistatischen VorsichtsmaRnahmen,
um Schaden durchESD (elektrostatischen Entladung) zu vermeiden. Dies kann eine Verletzung des Installateurs
und/oder Schaden an dem System verursachen. Eine falsche Installation kann das Mainboard und andere
Systemkomponenten beschadigen.

3. Zur Vermeidung von Schéaden sollten Sie dieses Erzeugnis nicht fir andere Zwecke, als mdie dafir
vorhergesehenen verwenden.

4. Alle Veranderungen kénnen das Produkt beschadigen.

5. Entfernen Sie alle internen Gerate, bevor Sie es versenden oder bewegen.

(EinschlieBlich Netzteil, Festplatte, CD-ROM, Mainboard und CPU, etc.)

= Gewabhrleistung
* Fur ausfiihrliche Garantieinformationen besuchen Sie bitte
In Win-Einzelhandel-Webseite unter www.inwin-style.com.
* Das tatsachliche Produkt kann ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.
In Win Development Inc. behélt sich das Recht letzte Anderungen vorzunehmen.

Francais

= Notes

1. Veuillez suivre les directives du manuel de I'utilisateur pour l'installation.

2. En installant les composants de I'ordinateur, veuillez prendre des précautions antistatiques pour éviter toute
décharge électrique. Ceci peut blesser l'installateur et/ou endommager I'appareil. Une installation incorrecte peut
briler la carte-mére et autres composants systéme.

3. Pour éviter tout dommage, s'il vous plait ne pas utiliser ce produit pour tout autre fin que de son utilisation prévue

4. Toute modification peut endommager le produit.

5. Veudillez enlever tous les dispositifs internes avant de déplacer ou expédier I'appareil
(Alimentation, disque dur, CD-ROM, carte-mere et CPU, etc)

= Garantie
* Pour des informations détaillées sur la garantie,
veuillez-vous rendre sur le site web de In Win a : www.inwin-style.com.
* Ce produit est susceptible d’étre modifié sans avis préalable.
In Win Development Inc. se réserve le droit d’apporter toute modification nécessaire.
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Notices and Warranty
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= [TpumeyaHus

1. Cobntoparite MHCTPYKLMIO MO YCTaHOBKe.

2. Npu ycTaHOBKe KOMMOHEHTOB KOMMbIOTEPA, MOXarnyincTa, UCNoNb3yiTe aHTUCTaTUYeCKUe Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTH,
4yT0ObI NPeaoTBpaTUTL NoBpexaeHnst ESD (anekTpoctaTnyecknx paspsaos). ATO MOXKET NMPUMBECTU K TPaBMam
MOHTa)KHUKa W/ NOBPEXAEHMIO YCTPOWCTBA. HenpaBunbHas ycTaHoBKa MOXET NMPUBECTU K CropaHnio MaTepuHCKOn
nnatbl ¥ APYr“X KOMMNOHEHTOB CUCTEMbI.

3. Ans Toro, 4Tobbl n3bexaTb Kaknx-nMbo NoBpeXAeHWIA, Noxanyncra,

He ucnonb3yinTe AaHHOEe usgenve Ans noboii ApYroi Lenv KpoMe ero UCrnonb30BaHWs Mo HasHaYeHuto.

4. Tiobble N3MEHeHNsI MOTyT NPUBECTYU K MOBPEXAEHNIO YCTPOWCTBA.

5. Ypanute Bce BHYTPEHHWE YCTPOMCTBA Nepea OTNPaBKoi Unu NepemMeLLeHNEM.

(B Tom uncne 6nok nuTaHus, xectkuii auck, CD-ROM, maTepuHckyto nnaty, npoueccop, 1 T.4.)

= [apaHTusa
* ina nonyyexus 6onee noapobHoi HgopMaLmm o rapaHTUiHBIX 06s3aTensCTBax, noxanyncra,
noceTnTe po3HnYHow cante In Win www.inwin-style.com.
* dakTuyeckoe usgenve MoxXeT GbiTb U3MEHEHO 6e3 NpeaBapUTEeNbHOrO YBEAOMMNEHUS.
In Win Development Inc. octaBnsiet 3a cob6oii NpaBo BHOCUTbL OKOHYaTESIbHbIE N3MEHEHUS.
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LED Pipe Power Header

Ensure the beveled edge of the PSU connector is properly
aligned with th led edge of the LED light connector

PSU Connector LED Light Connector

— - -

==

USB2.0 Header

een
Black
KEY

USB3.0 Header

PIN#1 — ~PIN#19

For SECC side panel, please remove the two thumb screws and lift up.
For Tempered Glass side panel, please remove by pressing the handle on top of panel.

Parts Required: PSU Screws.
Power supply can be mounted on the top bracket.

Parts Required: Motherboard Stand-Off,
Motherboard Stand-Off Socket, Motherboard Screws

Parts Required: Screws, Graphics Card Holder, Graphics Card Holder Mylar

©

Parts Required: 2.5” HDD Screws

Parts Required: 3.5” HDD Screws = e

Parts Required: Fan Screws, Water-cooling System Washer

Parts Required: Fan Screw

Parts Required: Cable Ties

22



